
ENTEK Plus HT
有机保焊剂

电路板业界应用最广泛，深受业界
信赖的OSP
ENTEK Plus HT 为电路板业界应用最广泛的OSP，深受业
界信赖。适用于无铅制程的杰出表面处理。经过多次无铅无
铅回流焊仍保持卓越的焊锡性，具有较高可靠性的BGA焊接
结合力。

ENTEK Plus HT制程满足无铅装配的要求，同时维持铅锡共
熔和制程处理之性能。该制程特别适合混合金属应用，例如
化学沉镍金（ENIG）。该OSP可选择性地沉积在铜上，避免金
质连接器或金属沉热器受到污染。

• 汽车電子量产验证的行业领先最终表面处理
• 专利的预浸可将铜-锡扩散降低高达65%
• 容许多次无铅回流焊装配
• 行业中最长的保质期
• 独特的晶体结构可抵抗锡须的形成

主要特性优点
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即使经过三次无铅回流(260℃)，ENTEK Plus HT仍一再的显示比竞争对手 OSP表现更为卓越的沾锡天平测试结果。如下图
所示，ENTEK Plus HT清楚的显示了沾锡更快，沾锡最大值（mN / mm）明显更高。与竞争对手和其它仿造OSP相比，这些是
ENTEK Plus HT对铜面优异的保护和维持其可焊性的关键指标。采用ENTEK Plus HT可获得优异的可焊性，从而降低不良率
和报废率，提高可靠性和首次通过良率。

卓越的沾锡性能

改进的外观   
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如右图所示，与新一代OSP竞争者相比ENTEK 
Plus HT显然呈现了更完美的最终表面处理，经过
多次无铅回流仍保持卓越的可焊性。

仿造 OSP 相比，仿造OSP显示更差的结果。 无热处理

竞争对手OSP 竞争对手OSP

无其他预处理 预处理：3x 无铅回流
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